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可行性研究报告

（封面格式）

项目名称：
申报单位（盖章）：

法定代表人（签章）：

申报日期：

杭州市集成电路产业发展项目

可行性研究报告

（编写提纲）
一、企业概况（500字）
    主要包括企业成立时间、注册资本、经营范围、相关资质、特色优势、行业影响力等。
二、项目必要性及市场前景

1．国内外技术和产品发展现状及趋势
2．国内外市场需求分析

3．项目现有基础及竞争力分析
三、项目概况
1．主要实施内容
2．核心技术路线

3．主要技术指标

4．关键创新点

5．预期项目成果

四、项目投资概算
1．总投资及资金来源
2．资金主要用途

3．专项资金使用及计划明细（已投资经费，须附印证材料）

五、项目的风险分析
主要从技术、市场、政策、人才、资金等方面进行分析。
六、项目的组织实施
1．项目进度安排
2．项目负责人及项目团队情况

3．项目保障措施

七、项目经济和社会效益
1．经济效益分析
2．社会效益分析

八、附件
1．2018年末财务审计报告（含资产负债表、现金流量表、利润表，需加盖申报单位公章）。
项目前期投入（有效期限2018年1月1日至2019年6月30日，超过计划总投资30%）的专项审计报告（按杭财企[2010]897号执行）。

注：2018年杭州市集成电路产业专项发展项目获得补助的单位前期投入有效期限为2018年8月1日至2019年6月30日。

3．企业营业执照复印件。

4．相关合同、支付凭证和发票复印件，以及其他需要重点说明的项目情况的印证材料。所有影印资料应内容清晰、信息完整，如影印不清晰，视作无效凭证，情节严重的，将取消评审资格。

5.研发人员工资清单，包括姓名、身份证号、学历、工资总额等信息，以及相应的纳税和社保清单。工资清单按月提供。

